24

S : 1 -

Z TEGO ROZDZIALU DOWIESZ SIE:
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m jakie s3 wymiary obudéw SMD,
m jakie wyréznia sig rodzaje wyprowadzer,
m jakie wystepuja typy obudéw.

powierz

do montazu

Obudowy elementow
chniowego ‘

-

Montaz SMT jest obecnie powszechnie stosowany w elektronice. W tabeli 2.3 przedstawio-
no jego zalety i wady w stosunku do montazu THT.

Tab. 2.3. Zestawienie zalet i wad SMT wzgledem THT

tatwa automatyzacja procesu produkcyjnego
miniaturyzacja

mozliwoé¢ umieszczania elementéw po obu
stronach ptytki drukowanej

mata impedancja wyprowadzeri, co ma znaczenie

przy wielkich czestotliwosciach

dobre whasciwosci mechaniczne ze wzgledu na
mniejsze gabaryty elementéw

szybko$¢ montazu

nizsze koszty produkgji niz przy THT

« wysoki koszt w przypadku zastosowania
maszyn

skomplikowana kontrola jakosci potaczen
trudna wymiana uszkodzonych elementéw
mata optacalno$¢ dla krétkich serii
konieczno$¢ klejenia cigzkich i duzych ele-
mentéw przed lutowaniem

« duze naprezenia w czasie zastygania spoiwa
e trudny montaz reczny

2.4.1. Rezystory, kondensatory

Rozmiary elementéw SMD oznacza si¢ wedtug dwéch systemoéw: calowego (c) i metrycz-
nego (m). W tabeli 2.4 pokazano, jak oznacza si¢ elementy o dwéch wyprowadzeniach.

Tab. 2.4. Zestawienie typowych wymiaréw elementéw SMD o dwéch wyprowadzeniach

01005 0402
0201 0603

0402 1005 N

Typowe oznaczenie dla rezystoréw i kondensatorow

0603 1608

\_ﬁ_ 085 2012

0,4 mm x 0,2 mm i
0,6 mm x 0,3 mm ’

1Tmmx0,5mm

7 1,6 mm x 0,8 mm

N 2mmx1,2 mm
























